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Ziel der Prasentation
el de asentatio Roodlllicrobkec

A LED Auswahl
A Datenblattangaben
A Messungen

A Aufbau und Verbindungstechnik

A Problemfelder aus der Praxis

A LED/Lampen Zuverlassigkeit
A Was beeinfluldt die Zuverlassigkeit?

A Wie kann man sie prufen?

A Zusammenfassung
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Einsatzfelder: Beleuchtung mit LED
Roodlllicrobkec
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LED - Funktionsprinzip und Technologien m
Roodlllicrobkec

A PN-Ubergang (Epitaxieschichtsystem, MQW)
A Elektron-Loch-Rekombination mit Lichtemission
A llI-V-Halbleiter (InAlGaP - rot, InGaN - blau,

Gal-x AlxAs - IR)
A Priméare Funktionsparameter: Strom, Temperatur in

aktiver Schicht Tj
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LEDs i Aufbau-Technologien

rRooclllicrakbec

Wesentliche Faktoren:

Erzeugung Licht (Wirkungsgrad Halbleiter)
Abstrahlung Licht (Optik, Relexionsflachen)
Zufuhrung Strom (Bond, L6t-, Klebeverbindungen)
Entwarmung (therm. Kontakt, Kuhlkorper)

Schutz (vor Feuchtigkeit, aggressiven Chemikalien)
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Napf mit LED-Kristall
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LED Lampenspezifische Herausforderung _
Roodlllicrobkec

A Chip

A Warmewiderstand

A Packaging

A Optical axis/parameters m

A Electrical control

A LED Lamps
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Auswahl
rRooclllicrakbec

P F

A LED Auswahl
A Umfassende Spezifikation der Anforderungen
E Uf, Imax, Pulsanforderungen
E Temperaturbereich If / Lichtstarke Gber Tamb/j
A Applikationsspezifisch Anforderungen beachten
A Application notes des Herstellers beachten/anfordern

A LED Umgebungsbedingungen
A Verarbeitung i Lotprofile beachten 1
A Abwarme optimieren in der ganzen Kette

A Ansteuerschaltung / Modus LED ist sehr empfindlich
gegen ESD
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Anmerkungen zur Spezifikation der Hersteller
Roodlllicrobkec

P F

Ist alles festgelegt, was gebraucht wird? *

Liegen Ihre Anforderungen innerhalb oder auf3erhalb
der min/max Grenzen

At ypi schii sagt gar nicht s!
Vergleichen von Herstellerangaben
Applikations-Notes einfordern

In den Ful3noten steht oft die Wahrheit

Auch bei Gehausematerialien auf Feinheiten achten
Gegen was ist die LED empfindlich?

>

>

> > > > >

>

Immer die neueste Ausgabe verwenden
Maoglichst als Spezifikation festlegen

>

p>)
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Anmerkungen 1 Spezifikation der Hersteller
Roodlllicrobkec

Die optische Parameter sind sehr stark ¢

temperaturabhangig

Vorsicht typische Werte sind oft auf 25° Umgebungs-
temperatur bezogen

Die Chiptemperatur in der Applikation ist immer héher

>

>

>

>

Die Vorwartsspannung schwankt stark bei den LEDs
Das fuhrt zu deutlich hoheren Verlustleistungen
Statt Vorwiderstand eine Reglerschaltung verwenden

>

>
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Fehler vermeiden - durch geeignete Auswahl

RoccMicrotec
>
A Chip Technologie
A Gehausetyp
A - den Arichtigeno Hersteller

A -den Arichtigeno Verbindungsiprozes

=> ein klares Anforderungsprofil (Spezifikation)
=> Anwendungsorientierte Qualifikation

=> ggf. Chargenfreigabe
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Bauelementeauswahl ‘
Roodlllicrakec

Interne Inspektion auf: ¢

Bondverbindungen Chipdesign Gehauseaufbau
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